
应用
HSON8 适用于中功率应用（参考值为 80W*/60A），且专为低导通电阻和高速切
换式 MOSFET 而量身定制：

ff 电机驱动器
ff 喷射驱动器
ff 电源电路
ff 指示灯驱动器
ff 汽车应用产品 

*壳温 = 25°C，结温 = 最高 150°C 

可靠性鉴定
J-Devices 封装组装采用成熟可靠的半导体材料。

ff 全部可靠性测试包括：JEDEC 标准预处理，高温储存除外
ff 85°C/85% 相对湿度，168 个小时，IR 回流焊 260°C 3X
ff 高压炉测试：121°C/100% 相对湿度/2 个标准大气压，96 个小时
ff 温度循环：-55°C/+150°C，300 次循环
ff 高温储存：150°C，1000 个小时

测试服务
J-Devices 为全部功率分立产品提供完全一站式的服务，我们有能力测试各种类
型的电源器件，包括 MOSFET、智能电源器件，等等。

ff 功率分立测试能力：
▷▷ 直流
▷▷ 电容 *1
▷▷ Rg *1
▷▷ 雪崩耐量测试
▷▷ 热阻

ff 程序生成
ff 电气故障分析
ff 集成测试、打标、外观检查和卷带式包装服务 

*1 仅抽样试验

HSON8 封装的面积与标准 SOP8 封装相同（5 x 6 毫米）。HSON8 采用
外露式焊盘以优化热性能。
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特色
ff 铝线焊接  

ff 从晶圆测试到成品测试与包装的一站式
服务

ff 绿色材料：无铅电镀和无卤素模塑化合物

ff 引脚前端电镀厚度超过引脚框架厚度的 
50%

正在开发
ff 环境友好的晶粒贴装无铅焊膏

工艺亮点
ff 互连：铝线直径 125 微米 ~ 300 微米

ff 电镀：100% 雾锡

ff 打标：激光打标
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标准材料
ff 引脚框架：铜，焊线区采用镍镀层
ff 晶粒贴装：含铅焊膏
ff 互连：铝线
ff 模塑化合物：无卤素

装运
ff 卷带式包装

▷▷ 每卷 2500 件
▷▷ 卷带宽度 12 毫米
▷▷ 每卷直径 = 30 毫米

ff 条形码封装标签

HSON8

横截面 封装外形图

俯视与仰视图
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